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二、说明、目录、图表目录

 集成电路（Integrated Circuit）是一种微型电子器件或部件。是典型的知识密集型、技术密集

型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过30多年的发展，我国集成电路产业已初步形

成了设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业链基本形成。

全球半导体贸易统计组织（WSTS）的统计数据显示，2017年至2018年，全球集成电路市场销

售规模由3432亿美元增长至3933亿美元，同比增长14.6%。2019年，受全球贸易摩擦影响，全

球集成电路市场规模下降至3334亿美元。2020年以来，随着5G通信、物联网、云计算等下游

市场的景气度提升，全球集成电路行业恢复增长势头，2020年市场规模回升至3612亿美元

，2021年市场规模进一步增长至4630亿美元，同比增长约28.18%。  

中国由于疫情控制较好，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会数

据显示，2021年，中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销

售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业

销售额2763亿元，同比增长10.1%。2022年上半年，中国集成电路产业的销售额达到4763.5亿

元，同比增长16.1%。  

根据海关统计，2021年，中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%；出口金额1537.9亿美

元，同比增长32%。2022年1-12月，我国集成电路累计出口量2733.6亿个，同比下降12%，我国

集成电路累计出口金额153918.1百万美元，同比增长0.3%。  

2021年3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展

进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12

月31日实施，意味着《通知》涉及到的商品将享受免征进口关税10年的利好。2021年4月22日

，工信部、国家发改委、财政部和国家税务局发布公告，明确了《国务院关于印发新时期促

进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）第二条中所称

国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。公告自2020年1月1日起实施

。自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减

半征收企业所得税。2022年1月12日，国务院发布了《&ldquo;十四五&rdquo;数字经济发展规

划》，指出要加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力。其中，

增强关键技术创新能力方面，规划提到，要瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、

关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国集成电路行业前景展望与投资前景预测报告》共十九章

。首先介绍了集成电路概念以及发展环境，接着分析了国际国内集成电路产业现状以及主要

产品系统解析，然后具体介绍了集成电路制造业、集成电路设计业、封装测试业、其他相关



行业、区域市场、产业技术以及集成电路的应用。随后，报告对集成电路国内外重点企业经

营情况及投资项目进行了深入的分析，最后对集成电路产业进行了投资价值评估并对未来发

展前景做了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、工信部、商务部、财政部、中企顾问网

、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过

专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对集成电路产

业有个系统的了解或者想投资集成电路相关产业，本报告是您不可或缺的重要工具。  
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